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Abstract (en)
In a power semiconductor module (1) with a housing (2) covering a base plate (5) which carries one or more chips (6) and contact lines (7) for
connecting the chips to an external connection (8) and to each other, a layer of foam (9) is positioned within the housing below the housing cover
(3).

Abstract (de)
Es wird ein Leistungshalbleitermodul angegeben, bei dem im Gehäuse unter dem Gehäusedeckel eine Lage Schaumstoff angeordnet ist. Der
Schaumstoff ermöglicht nicht nur eine mechanische Stützung der Vergussmasse, so dass eine Ablösung derselben verhindert wird, sondern kann
auch einen grossen Druckanstieg im Falle eines Kurzschlusses durch Komprimierung aufnehmen. Auf diese Weise wird ein Ausgleichsvolumen
geschaffen, ohne dass das Gehäuse zerstört wird. Das Gehäuse bleibt geschlossen und es wird kein Material in die Umgebung geschleudert.
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